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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Systemtrager fur elektronische Bauelemente 

Integrierte Halblefter-Bauelemente verschtedener Forma* 
te werden vor ihrer Einbringung in ein Gehause auf einen mtt 
Kontakten versehenen Systemtrager vorgegebener Grd&e 
atifgebracht; das zur Aufnahme des Bauelements vorgese- 
hene Mittenteil des Systemtragers ist kfetrjar als eine mlt 
dem Mittenteil test verbundene Tragerinsel, die dem jewei- 
ligen Format des Bauelements angepa&t ist und dieses tragt; 
die Sprtzen der Kontaktfinger des Systemtragers werden 
durch einen Stanzvorgang auf den fur das jeweilige Halblei- 
ter-Bauelement erf orderlichen Bondabstand gekurzt. 


< 

IA 
CO 

in 

CO 
CO 
CO 

LU 

a 


1 

Patentanspruche 


OS 36 35 375 

verbunden wird. 


1. Systemtrager fur mit Gehause versehene elek- 
tronische Bauelemente, insbesbridere integrierte 
Halbleiter-Bauelemente, bei denen das BaueJement 
auf einem von wenigstens zwei Streben gehaltenen 
Mittenteil angeordnet ist urid uber Kontaktfinger 
mit durch das Gehause gefuhrten AuBenkontakten 
elektrisch verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Mittenteil (3) mit einer Tragerinsel (5) zur 
Aufnahme des Bauelements (6) fest verbunden ist, 
wobei die Grundflache des Mittenteils (3) kleiner 
ist als die der Tragerinsel (5> 

2. Systemtrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Tragerinsel (5) plattenformig aus- 
gebildet ist und daB das Verhaltnis der Schichtstar- 
ken von Tragerinsel (5) zu Mittenteil (3) im Bereich 
von l bisSliegt L 

3. Systemtrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Material der Tragerinsel 
(5) bei 20°C eine Warmeleitfahigkeit aufweist, die 

; zwischen 50 und 500 W/mk liegt." 

4. Systemtrager nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Material der Tragerinsel (5) einen 

■ hoheren Warmeleitungs-Koeffizienten aufweist als 
daS'Material des Mittenteils (3). 

5. Systemtrager nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Tra- 
gerinsel (5) wenigstens teilweise aus elektrisch iso- 
lierendem Material besteht. 

6: Systemtrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die 
> Tragerinsel (5) wenigstens teilweise aus Aluminium 
oder einer Aluminiumlegierung besteht. 

7. Systemtrager nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet/ daB die 
.Tragerinsel (5) wenigstens teilweise* aus Kupfer 
oder einer Kupferiegierung besteht 

8. Verfahren zur Herstellung eines Systemtragers 
nach Anspruch 1, nachdem durch Stege miteinan- 
<ter verbundene, Kontaktfinger ausgestanzt wer- 
den, welche in Form eines Rahmens em Mittenteil 
umfassen, das durch wenigstens * zwei Streben mit 
dem Rahmen yerbunden ist, wobei die Streben so 
abgewinkelt werden, daB das Mittepteil in einer 
anderen Ebene liegt als die Kontaktfinger, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Spitzen (T) der Kontakt- 
finger (2) auf den fur das aufzubringende Bauele- 
ment (6) erfo rderlichen Bondabstand gekur zt und 

Ah einer Ebene ausgenchtet werden und daB an- 
schlieBend eine Tragerinsel (5) zur Aufnahme des 
Bauelements (6) auf das .Mittenteil (3) so aufge- 
bracht wird, daB sie sich zwischen der Ebene der 
Kontaktfinger (2) und der Ebene des Mittenteils (3) 
befindet. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kontaktfinger (2) durch Stanzen 
verkurzt werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Kontaktfinger (2) nach dem Stan 
zen an ihren Spitzen (2') mit einer Bondschicht ver- 
sehen werden. . ^ 

11. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Tragerinsel (5) mit dem Mittenteil 
(3) verkiebt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Tragerinsel (5) vor dem Aufbrin- 
gen auf das Mittenteil (3) mit dem Bauelement (6) 


5 Die Erfindung betrifft einen Systemtrager fur mit Ge- 
hause versehene elektronische Bauelemente, insbeson- 
dere integrierte Halbleiter-Bauelemente, bei denen das 
Bauelement auf einem von wenigstens zwei Streben ge- 
haltenen Mittenteil angeordnet ist und uber Kontaktfin- 
io ger mit durch das Gehause gefuhrten AuBenkontakten 
elektrisch verbunden ist sowie ein Verfahren zu dessen 
Herstellung. 

Aus EP^OS 58 761 ist ein Systemtrager fur mit Kunst- 
stoff umhullte elektrische Bauelemente bekannt, bei 
dem das Bauelement auf dem ganz oder teilweise aus 
einer Aluminiumlegierung bestehenden Systemtrager 
aufgebracht ist. Der Systemtrager besteht aus einem 
Rahmen, der uber zwei Stege mit einem zur Aufnahme 
des Bauelements vorgesehenen Mittenteil verbunden 
ist, wobei der Rahmen eine Vielzahl von strahlenfdrmig 
auf das Mittenteil ausgerichteten Kontaktfingern auf- 
weist Die das Mittenteil haltenden Stege sind jeweils so 
abgewinkelt, daB die Oberflache des Mittenteils etwas 
tiefer als die Ebene des Rahmens und der Finger liegt 

Durch die Grundflache des Mittenteils und die Lange 
der Kontaktfinger ist die Verwendung eines solchen Sy- 
stemtragers auf ein ganz bestimmtes Bauelementforma t 
b eschrankt . Der Einsatz vori Bauelementen anderer 
Formate erfordert dabei ein neues Stanzwerkzeug, urn 
passende Systemtrager herzusleTTelT"E)abei erweist es 
sich als nachteiiig. daB die Herstellung derartiger Stanz- 
werkzeuge verhaltnismaBig zeitaiifwendig und kosten- 
spieligist. 

Die Erfindung stellt .sich die Aufgabe, einen System- 1 
trager-zu schaffen, der zur Aufnahme von Bauelemen- j 
ten v erschiedener Fo rmate geeignet ist sowie ein Ver- 
fahrerizu seiner Herstellung anzugeben. ' 
' Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 und des An- 
spnxchs 3 gelost 
Als besonders vorteilhaft erweist es sich, daB die Tra- 
. gerinsel durch Material und Gestaltung den gegebenen 
: Anforderungen genugen kann; so ist es beispielsweise 
mogiich, durch Einsatz hochwarmeleitfahiger Materia- 
45' Hen der Tragerinsel eine vorgegebehe Kuhleigenschaft 
zukommen zu lassen. Weiterhin kdnnen elektrisch iso- 
lierende Stoffe eingesetzt werden, um die Gefahr von 
irgendwelchen KurzschlOssen zu vermeiden. Die An- 
passung von Bauelementen verschiedener Hdhen kann 
so durch Variation der Schtchtstarke der Tragerinsel erfol- 
■ .gen. . • 

" Als vorteilhaft erweist sich nach dem erfindungsge- 
m&Ben Verfahren die Aufteilung in zwei Verfahrensab- 
schnitte, von denen der erste Verfahrensabschnitt eine 
hone Prazision erfordert und mit einem standardmafii- 
gen Werkzeug durchgefuhrt wird, wahrend der zweite 
Verfahrensabschnitt lediglich eine Anpassungsfunktion 
zu erfullen hat, die mit verhaltnismaBig geringen Werk- 
zeugkosten verbunden ist 

lm foigenden ist der Gegenstand der Erfindung an- 
hand der Fig. 1 bis 5 naher erlautert 

Fig. 1 zeigt in der Draufsicht ein erfihdungsgemaBes 
Tragersystem, welches bereits mit der Tragerinsel ver- 
se hen ist; 

Fig. 2a zeigt einen Langsschnitt durch die mit A, B 
bezeichnete Schnitiflache in Fig. l t wahrend Fig. 2b ei- 
nen Querschniii entlang der Flache C, D gemaB Fig. 1 
darstellt. 
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Die Fig. 3a und 3b entsprechen den Fig. 2a, 2b, wobei 
jedoch das elektronische Bauelement in die Darstellung 
aufgenommen wurde. Fig. 4a zeigt ein Tragersystem, 
bei dem das Mittenteil durch vier Streben gehalten wird. 
Fig. 4b zeigt einen Querschnitt entlangder mit E — F,— 
G — H bezeichneten Schnittflache; in Fig. 4c ist sche- 
matisch der Einsatz zweier Bauelemente unterschiedli- 
cher GroBe dargestellt. Fig- 5 zeigt schema tisch eine 
Klebeverbindung zwischen Mittenteil und Tragerinsel. 

GemaB Fig. 1 besteht das Tragersystem aus einem 
Rahmen 1, der jeweils zwei sich gegenuberliegende Sei- 
tenstreifen 1' aufweist, die durch quer zu ihnen verlau- 
fende Stege, die als Verbindungen zwischen den einzel- 
nen Kontaktfingern 2 dienen, miteinander verbunden 
sind. Im Zentrum, des Rahmens 1 ist ein Mittenteil 3 
angeordnet, welclies durch Streben 4 mit den Seiten- 
streifen t' des Rahmens 1 verbunden ist Mit dem Mit- 
tenteil 3 ist die ebenf alls zen trischaufgebrachte TrSger- 
i nsel 5 fest verbunden . Auf die Tragerinsel 5 sind die 
Spitzen T der Kontaktfinger 2 mit Abstand strahlenfdr- 
mig gerichtet Die Spitzen T der Kontaktfinger kdnnen 
als Kontaktfahnen fflr die sogenannten Bonddrahte 
zwecks AnschluB des elektronischen Bausteines mit be- 
sonderen Bondschichten versehen sein, wie sie bei- 
spielsweise aus der DE-PS 24 19 1 57 bekannt sind 

Fig. 2a zeigt einen Langsschnitt entlang einer durch 
die Linie A, B dargestellt en Schnittflache gemaB Fig. 1. 
Ausgehend von den beiden Randern V sind die Streben 
4 erkennbar, welche jeweils aus zwei horizontal verlau- 
fenden Teilstucken 4' bestehen, welche durch eirvschrag 
verlaufendes Teilstiick 4" unterbrochen sind.- Nach 
Fig. 2a gehen die unteren Teilstiicke 4' in das Mittenteil 
3 uber. Auf dem Mittenteil 3 und den horizontal ; yerlau- 
fenden Streben 4' ist die Tragerinsel 5 aufgebracht Sie 
wird vorzugsweise aufgeklebt, es ist jedoch auch mog- 
lich, sie durch Loten , oder SchweiBen aufzubringen. 
Oberhalb der Tragerinsel 5 sind die kontaktfinger 2 mit 
ihren Kontaktspitzen 7! erkennbar, die in der gleichen 
Ebene liegen wie die oberen vertikalen Streben 4'. 
Durch Einsatz von Tragerinseln verschiedener Sen jcht- 
starken laBt sich jeweils eine der-^Hdhe des Bauelements 
angepaBte Kontakthdhe erzielen, so daB alle Lotstellen 
des Bauelements und des System tragers auf gleicher 
Hdhe liegen. ^ : v x 

In diesem Zusammenhang wird auf die Fig. 3a und 3b 
verwiesen, in denen schematisch die Aufnahmedes Bau- 
elements dargestellt ist. . - * ' ^ J '^; 

GemaB Fig. 3a ist das elektronische Bauelement 6 mit 
der Tragerinsel 5 beispielsweise durch Verkleben f est 
verbunden. Es kann jedoch auch mit Hilfe einer form- 
schlussigen Verbindung auf der Tragerinsel angeordnet 
sein. An der Obersette des Bauelements 6 sind die Bond- 
drahte 7 angeordnet, welche die elektrische Verbindung 
zwischen den Kontakten des Bauelements und den Spit* 
zen der Kontaktfinger herstellen. Die der Fig. 2b ent- 
sprechende Fig. 3b zeigt das bereits fertig in den TrSger 
eingesetzte Bauelement mit Gehauseummantelung, wo- 
bei insbesondere die Verbindung zwischen Bauelement 
und Kontaktfingern 2 durch die Bonddrahte 7 erkenn- 
bar ist. Die Zwischenstege 1" sowie die Rahmenteile V 
sind entfernt, die nach auBen gefuhrten Kontaktfinger 
zwecks Sockelung nach unten weggebogen. 

Ein weiteres erfindungsgemaOes Ausfuhrungsbeispiel 
ist anhand der Fig. 4 erlautert, welche ein durch vier 
Streben 4 gehaltenes Mittenteil 3 aufweist. Fig. 4a zeigt 
eine Draufsicht, wahrend Fig. 4b einen Querschnitt 
langs der Linien E, F, G t H darsieilt; Fig. 4c zeigt in einer 
zweigeteilten Figur schematisch die Aufbringung einer 
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groQen und einer kleinen TragerinseL 

GemaB Fig. 4a wird das Mittenteil 3 von vier diagonal 
angeordneten Streben 4 gehalten. Der Querschnittsver- 
lauf entlang der Linien £ F, G, H ist sinngemaB dem aus 
Fig. 2a bekannten Verlauf entsprechend gestaltet, so 
daB die dem Mittenteil 3 benachbarten Bereiche der 
Streben 4' horizontal verlaufen; die abgeschragten Be- 
reiche 4" sind so weit auseinander angeordnet, daB Tra- 
gerinseln 5 verschiedener Formate auf dem Mittenteil 
untergebracht werden kdnnen, ohne an die Schragteile 
4". der. Streben 4 zu stoBen. Fig. 4b stel It zwecks besse- 
rer Obersicht den rein schematischen Querschnitt ohne 
Berucksichtigung des Hintergrundes dar. Fig. 4c zeigt in 
einem Ausschnitt des Mittenteils in der rechten Bildhalf- 
te.die Aufbringung einer verhaltnismaBig kleinen Tra - 
g erinsel 5 ', wahrend in der linken Bildhalfte die Aufbrin- 
gung einer groBen Insel 5" dargestellt ist In der rechten 
Halfte ist erkennbar, daB die Spitzen 2? der Kontaktfin- 
ger 2 verhaltnismaBig weit in das Zentrum vorstoBen, 
urn bet der kleinen Tragerinsel 5' eine mdglichst kurze 
Oberleitung zwischen Bauelement und Kontaktfingern 
durch Bonddrahte zu erzielen. In der linken Bildhalfte 
der Fig. 4c ist dagegen die Verkflrzung der Spstzen der 
Kontaktfinger erkennbar, da diese ansonsten auf das 
Bauelement 5" stoBen wurden. Das formatgerechte Zu- 
schneiden der Kontaktfinger 2 kann beispielsweise 
durch Stanzen erfolgen. 

. Die in den Fig. 4a bis 4c dargestellte Halterung des 
Mittenteils durch vier Streben ist fur die erfindungsge- 
maBe Aufbringung einer Tragerinsel ganz besonders 
gut geeignet, da hier keine Verdrehung auf der Strebe 
auftreten kann. Auch bei dieser Anordnung wurden 
nach Fertigstellung die zwischen den Kontaktfingern 2 
angeordneten Stege 1", wie bereits oben beschrieben, 
35 -durch Stanzen entfernt 

Als Material fiir den Svstemtra ger konnen e benso wie 
al s Material fur die Tragerinsel 'Eisenle gierungen. Kup - 
ferlegierunge n oder Aluminium bzw. Alumini umlegie - 
- rungen in Krage kommen. Urn irgendwelcnen Kurz- 
40 schluQgefahren vorzubeugen, kann die - Tragerinsel je- 
doch auch aus Aluminiumnitrid , Graphit oder Silizium 
gefertigt sein. weiche neben einer guten W&rmeieitFl- 
higkeit eine gute elektrische Isolation bis zu hohenTem- 
peraturen aufweisen. Im Hinbtick auf einen hohen Auto- 
mat isierungsgrad der Fertigung kann es sich &b zweck- 
maBig erweisen, die Tragerinsel vqf ihrer Verbindung 
mit dem- Mittenteil mit dem aufzubringenden' Bauele- 
ment zu bestQcken. J, ' 1 ' 

Als besonders zweckmlBig hat sich die in Fig. 5 ifdie- 
matisch dargestellte Verklebung von Tragerinsel und 
Mittenteil erwiesen. Zwischen Tragerinsel 5 und Mitten- 
teil ist der mit Ziffer 8 bezeichnete Kleber erkennbar ; es 
handelt sich dabei urn einen hartbaren KuhststofT, der 
vorzugsweise auf der Basis eines Epoxids als Zweikom- 
ponentenkleber etngesetzt wird. Als besonders geeignet 
hat sich dabei der Zusatz von Keramikpulver zum Kle- 
ber erwiesen, weii dadurch Haftfahigkeit und Wirme- 
leitfahigkeit verbessert werden und unterscHiedliche 
Warmeausdehnungskoeffizienten von Tragerinsel und 
Mittenteil ausgeglichen werden. 

Weiterhin.ist es moglich, di Tragerinsel durch eine 
formschlussige Verbindung mit dem Mittenteil zu ver- 
binden; dabei kdnnen in Ausnehmungen des Mittenteils 
greifende, arretierbare Elemente der Tragerinsel, wie 
beispielsweise Nocken, eingesetzt werden. 

Eine solche Ausfuhrungsform hat sich insbesondere 
bei einer Tragerinsel aus Keramikmaterial als zweck- 
maBig erwiesen. 
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5 

Weiterhin ist es moglich, Tragerinsel und Mittenteil 
miteinander zu verloten bzw. zu verschweiBen, sofern 
die Tragerinsel aus Metaii besteht bzw. eine metalli- 
sierte Oberflache aufweist Als besonders vorteilhaft hat 
sich neben der Verklebung der Einsatz einer Silber- 5 
oder Goldflocken enthaltendeh Lotpaste erwiesen, die * , 
nach ihrer Einbringung in einem Durchlaufofen mit ei- 
ner Temperatur von ca. 300° C beharidelt wird. 
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